
Scholarship Application Is Open 

Scholarship 

Name 

AY2025 Okuma Memorial Scholarship  

(School of Fundamental Science and Engineering)  

Purpose of 

Scholarship 

This scholarship was established in memory of Shigenobu Okuma, the founder of 

Waseda University, and to pass on the spiritual legacy of the foundation: Waseda 

University contributes to the promotion of the education of gifted young people. 

Selection is based on applicants’ academic performance. 

Eligible 

Students 

【School of Fundamental Science and Engineering】 

① First Year Students 

② 3.1 or higher GPA for students who entered in April, 2025 or before 

※Applications from Students in School of Creative Science and Engineering and 

Advanced Science and Engineering and in Graduate School are not accepted 

now. 

Number of 

Candidates 
2 students 

Amount ¥400,000/year per student  

Scholarship 

Period 
One Year 

Necessary 

Documents 

And  

How to Submit  

Them 

Please access the following URL and fill in the form. 

【Okuma Memorial Scholarship Application Form (Undergraduate)】 

https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=654195655 

 

Application 

Deadline 
By 23:59 pm, Friday, October 17, 2025 

Announcement 

of Successful 

Applicants 

December, 2025 

Delivery Time The end of December, 2025 (can be changed) 

Notes  

   October, 2025 / Faculty of Science and Engineering 

 

https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=654195655


      奨 学 生 募 集 

奨学金名 2025 年度大隈記念奨学金（基幹） 

設置趣旨 
早稲田大学の創立者大隈重信を記念し、建学の精神を顕揚して、人材の育英に資

することを目的とする奨学金で、学業成績を重視して選考しています。 

募集対象 

【基幹理工学部】 

①学部 1年生（学部 2～4年生および大学院生は春に募集しました） 

②2025年 4月以前入学者は春学期までの通算 GPA値が 3.10以上 

※創造・先進理工学部および大学院生については春に募集しました。 

募集人数 2名 

奨学金額 年額 40万円（給付）  

給付期間 1年間 

提出書類 

および 

提出場所 

以下 URL にアクセスし、必要事項を入力 

【2025 年度（秋）】学内奨学金選考シート（大隈記念奨学金 学部）】 

https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=654195655 

 

出願締切日 2025年 10月 17日（金）23:59 

採用者発表 2025年 12月 

交付時期 2025年 12月末日（予定） 

備  考  

2025.10 理工学術院 

https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=654195655
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